
证券代码：600667                                    证券简称：太极实业 

无锡市太极实业股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2025-001 

投资者关系活

动类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观 

其他（“2025 无锡上市公司投资者集体接待日”活动） 

参与单位名称

及人员姓名 

线上参与“2025 无锡上市公司投资者集体接待日”活动的全体

投资者 

时间 2025 年 11 月 4 日（周二）下午 15:30-17:00 

地点/形式 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络互动 

上市公司接待

人员姓名 

董事、总经理：王毅勃 

董秘：邓成文 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

公司于2025年11月4日参加了“2025无锡上市公司投资者集

体接待日”活动，通过网络形式与投资者互动交流。本次活动投

资者提问与回复的全部内容详见全景网“投资者关系互动平台”

（https://ir.p5w.net）。投资者提出的主要问题及公司的回复如

下： 

1、请问贵公司有没有做大做强芯片的计划，补足国家受

制于美西方的芯片限制？ 

答：尊敬的投资者您好！公司半导体业务方面将继续坚持

做优做强的战略取向不动摇。公司子公司海太半导体将在保持

与SK海力士先进技术同步的前提下，继续巩固扩大其在SK海

力士体系内的品质与成本差异化优势；公司子公司太极半导体

要围绕“12335”战略规划，坚持融入主流、深耕车规、定位

高端、优化结构，不断提升技术能力、体系能力和抵御市场风

险的能力。感谢您的关注与支持！ 

2、很高兴看到太极实业前些年的经营业绩还算不错。很



高兴看到新一届班子今夏上任了。请问新一届班子有没有令人

振奋的规划？在半导体行业蓬勃发展的今天，公司有没有在半

导体行业做大做强的打算？公司12起近10亿元涉讼仲裁事项处

理的怎么样了？ 

答：尊敬的投资者您好！公司半导体业务方面将继续坚持

做优做强的战略取向不动摇。公司相关诉讼仲裁的进展情况请

您关注公司公告。感谢您的关注与支持！ 

3、公司今后会转型成以半导体和存储芯片为主业的高科

技企业吗？ 

答：尊敬的投资者您好！公司未来业务发展仍将集中于电

子高科技工程技术服务业务、半导体封测业务和光伏电站投资

与运营业务三大板块。公司一定会聚焦主业精耕细作、创新突

破，发挥各业务板块竞争优势，争取以更加优秀的经营业绩回

报投资者。感谢您的关注与支持！ 

4、公司在储能和光伏都有哪些布局？ 

答：尊敬的投资者您好！公司光伏电站投资运营业务主要

集中于子公司十一科技。截至2024年末，十一科技持有光伏电

站40个，总装机容量436.78MW。公司在储能方面无相关布

局。感谢您的关注与支持！ 

5、公司是否打算布局人形机器人领域？ 

答：尊敬的投资者您好！公司暂无人形机器人相关业务。

感谢您的关注与支持！ 

6、公司是否布局光模块领域，是否服务于光模块领域？ 

答：尊敬的投资者您好！公司目前在光模块领域无相关布

局。感谢您的关注与支持！ 

7、贵公司和无锡的国家集成电路研究中心有合作吗？建

议加强合作，向产业链上游发展！谢谢 

答：尊敬的投资者您好！公司与国家集成电路研究中心没

有合作关系。感谢您的关注与支持！ 



8、太极实业自己本身是否有HBM的技术储备？本次存储

芯片涨价超级周期，对太极实业的业绩或者净利润有没有正向

影响？ 

答：尊敬的投资者您好！公司半导体业务系为DRAM和

NAND Flash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和

模组测试等后工序服务，目前公司半导体业务不涉及HBM产

品。感谢您的关注与支持！ 

9、公司对海辰半导体有想法吗？ 

答：尊敬的投资者您好！公司目前无相关计划。感谢您的

关注与支持！ 

10、公司能重组华进半导体吗？ 

答：尊敬的投资者您好！公司目前无相关计划。感谢您的

关注与支持！ 

11、同行业亚翔集成也做洁净室工程，毛利有17个点，贵

公司只有区区2个点，差别为什么这么大？2个点毛利够支付银

行贷款利息吗？还有一大堆应收账款收不回来，为什么不剥离

工程业务。 

答：尊敬的投资者您好！公司2024年工程技术服务（含设

计和咨询、工程总包）综合毛利率为6.56%。公司工程技术服

务业务主要服务于电子高科技与高端制造、生物医药与保健、

市政与路桥、物流与民用建筑、电力、综合业务等6大业务领

域，与亚翔集成聚焦洁净室工程服务有较大差异。感谢您的关

注与支持！ 

12、请问公司三季度业绩下滑，是因为半导体业务的利润

下降了吗？ 

答：尊敬的投资者您好！公司三季度利润总额同比下降，

主要是由于工程技术服务项目回款减少导致信用减值损失增

加。感谢您的关注与支持！ 

13、请问公司当前有多层DRAM高堆叠技术储备吗？ 



答：尊敬的投资者您好！公司半导体业务技术储备情况请

参阅公司披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与

分析”之“四 报告期内核心竞争力分析”。感谢您的关注与

支持！ 

关于本次活动

是否涉及应当

披露重大信息

的说明 

本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 

附件清单（如

有） 
无 

日期 2025 年 11 月 4 日 

 


